










































专利名称(译) 制造微发光元件阵列，转移载体和微发光元件阵列的方法

公开(公告)号 US20190081200A1 公开(公告)日 2019-03-14

申请号 US16/000418 申请日 2018-06-05

[标]申请(专利权)人(译) 錼创科技股份有限公司

申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

当前申请(专利权)人(译) PLAYNITRIDE INC.

[标]发明人 TING TZU YU
LIANG SHENG CHIEH
LAI YU HUNG

发明人 TING, TZU-YU
LIANG, SHENG-CHIEH
LAI, YU-HUNG

IPC分类号 H01L33/00 H01L23/00 H01L25/075 H01L25/00 H01L27/15

CPC分类号 H01L33/005 H01L24/03 H01L25/0753 H01L25/50 H01L27/156 H01L21/6835 H01L24/11 H01L24/13 
H01L24/81 H01L24/95 H01L33/0093 H01L2221/68354 H01L2221/68368 H01L2224/11001 H01L2224
/11422 H01L2224/13082 H01L2224/13124 H01L2224/13139 H01L2224/13144 H01L2224/13147 
H01L2224/13155 H01L2224/13166 H01L2224/81005 H01L2224/81193 H01L2224/81815 H01L2224/95 
H01L2924/12041 H01L2924/00014

优先权 106131483 2017-09-13 TW

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种制造微发光元件阵列的方法。提供转移衬底和至少一个金属
键合焊盘，并且金属键合焊盘设置在转移衬底上。提供生长衬底和多个
微发光元件。微发光元件设置在生长衬底上，并且每个微发光元件的表
面远离具有至少一个电极的生长衬底。金属焊盘在加热温度下熔化，电
极连接到金属焊盘。然后，除去生长衬底。
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